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(Ent-)Loten von SMDs

Ubung macht den Meister!

Obwohl Surface Mounted
Devices (SMDs) immer hau-
figer auch in Selbstbaupro-
jekten anzutreffen sind,
haben viele Hobby-Elektro-
niker damit Schwierigkeiten.
Mit ein paar guten Tipps und
ein wenig Ubung {iberwin-
det man die Schwellenangst

meist sehr schnell.

Wegen der winzigen Abmessungen
und dem Fehlen jeglicher Anschlus-
sdrahte sind SMD-Bauteile bei
Selbstbauern nicht besonders
beliebt. Andererseits nimmt man
den Vorteil des kompakten Aufbaus
gerne wahr. Manche neueren ICs
sind sogar nur als SMD zu erhalten.
Aber das Loten von SMDs ... das ist
wie mit so vielen anderen Dingen
auch: Hat man ein wenig Ubung,
fallt es gleich leichter. Also erst ein-
mal durchlesen und dann uben,
uben, tben.

Handwerkszeug

Was ist notwendig? Natirlich ein
kleiner Lotkolben - oder man baut
sich flir den vorhandenen Kolben ein
entsprechendes Werkzeug. In Bild 1
ist eine Loésung zu sehen: ein
Stiickchen Kupferdraht wird um die
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leicht gebogene (damit’'s nicht
wackelt) Lotspitze gewickelt und
angelotet. Der Kupferdraht sollte
nicht mehr als etwa 5 mm die vor-
handene Loétspitze  iberragen
(Abkiihlung).

Weiterhin werden noch eine gut
schlieBende kleine Pinzette, diinnes
Lotzinn mit Flussmittelkern und
eventuell Lotpaste bendtigt. Selbst-
verstandlich sollte auch Entlotlitze
(siehe Elektor Februar 2000) nicht
fehlen. Ruhige Hande, viel Licht und
gute Augen sind ebenfalls unent-
behrlich. Eine Hilfe fir die Augen
sind eine starke Lupe oder auch eine
Lesebrille; mit einer Lupenlampe
kann man sich noch besser behelfen.

Platinen

Bei der industriellen Fertigung wer-
den die kleinen Létinseln auf den Pla-

tinen mit Lotpaste beschichtet, die Zwi-
schenrdume haufig mit einem kleinen Klebe-
punkt versehen. Eine Maschine positioniert
anschlieBend geschwind die SMD-Bauteile
auf den vorgesehenen Platze. Die Platine wird
dann vorgewarmt und in einem Ofen sekun-
denschnell gelotet. Das Loten funktioniert
deshalb, weil in der aufgebrachten Lotpaste
kleine Zinnkiuigelchen vorhanden sind, die in
der Ofenhitze blitzschnell schmelzen und die
Verbindung zwischen dem Platinenkupfer und
den SMD-Kontaktflachen herstellen. Da die
Létinseln etwa so groB3 wie die Kontaktflachen
der SMDs sind, wird das Lotzinn von Kapil-
larkraften angesaugt (Bild 2). Deshalb bleibt
das SMD-Bauteil beim Loten an seinem Platz
haften, selbst ohne Klebepunkt!

Beim Loten mit der Hand ist es meist gin-
stiger, wenn die Loétinseln geringfigig
groBer sind und der Lotkolbenspitze damit
mehr Platz bieten (Bild 3). Bei allen Elektor-
Projekten mit SMD-Bauteilen werden in der
Regel die entsprechenden Létinseln deshalb
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Bild |. Die angepasste Lotspitze. Wickeln Sie ein paar Win-
dungen Kupferdraht um die leicht gebogene Lotspitze,
erwdrmen Sie den Létkolben und I6ten den Kupferdraht an.

etwas groBer gehalten (soweit das aus
Platzgriinden moglich ist).

Loten

SMD-Bauteile mit wenig Anschluss-kontak-

ten (Widerstande, Kondensatoren und Tran-

sistoren) sind am einfachsten zu 16ten. Man
geht folgendermafBen vor:

— Lotinseln verzinnen (nicht zu dinn und
nicht zu dick).

— Mit der Pinzette das Bauteil am richtigen
Platz auf die Lotinseln driicken.

— Einen der Anschlusskontakte mit dem Lot-
kolben erhitzen, bis das Zinn schmilzt und
flieBt. Es ist nicht schlimm, wenn es keine
gute Lotverbindung ergibt, das wird spater
nachgeholt. Wichtig ist nur, dass das Teil
ordentlich fest sitzt.

- ﬂberpriifen, ob sich das Bauteil in der rich-
tigen Position befindet.

— Mit dem Lotkolben in der einen und Lotzinn
in der anderen Hand werden jetzt die ibri-
gen Bauteilkontakte sauber angelétet.

— Der erste Lotvorgang kann nun ausgebes-
sert werden. Ist zu viel Lotzinn vorhanden,
mit Entlotlitze Zinniiberschuss absaugen
und Kontakt erneut verloten.

Mit Hilfe von Lotpaste ist das Verloten von
SMDs um einiges bequemer. Létpaste wird
nicht nur fir die industrielle Verarbeitung,
sondern auch fiir den Privatverbrauch in
Injektionsspritzen angeboten.

Wie schon gesagt, handelt es sich hierbei um
Lotzinn in nahezu flissiger Form, das das
Bauteil beim Loten durch Kapillarwirkung an
seinem Platz halt.

Mit der Lotpaste geht man wie folgt vor:

— Die Lotinseln werden so diinn wie moglich

SMD-Bauteil

Létzinn
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verzinnt (Uberschuss mit Entlétlitze
absaugen), anschlieBend mit der
Spritze die Lotpaste auftragen.

— Mit dem Lotkolben wird einer der
Anschlusskontakte erhitzt, damit
die Zinnpaste schmilzt und flieBt.

— Uberpriifen, ob sich das Bauteil in
der richtigen Position befindet.

— Verloten der tibrigen Kontakte.

—Ist zu viel Lotzinn vorhanden,
immer mit Entlotlitze absaugen
und mit weniger Lotzinn wieder
ordentlich verloten.

Weil die Bauteile und die Loétinseln

so klein sind, hat es sich in der Pra-

xis bewahrt, den Lotkolben und das

Lotzinn gleichzeitig und nahe

zusammen an den SMD-Anschluss

zu halten. Nicht das Bauteil vor dem

Loten mit dem Lotkolben erwarmen!

Nur das umgekehrte Vorgehen ergibt

gute Resultate: Ein kleines

Stickchen Lotzinn an den SMD-

Anschluss legen, den Lotkolben

dagegen pressen, bis das Zinn

schmilzt und unter das SMD gezo-
gen wird. Der Vorteil dieser Methode
ist der geringe Zinnverbrauch und
das optimale FlieBen des Lotzinns.

ICs

Integrierte Schaltungen in SMD-Aus-

fihrung erfordern etwas mehr Erfah-

rung, da sie weit mehr Anschlus-
spunkte haben. Die Anschluss-
fiBchen sind durch den

Chiphersteller in einem 1/20- oder

1/30-Inch-Raster (1,27 mm/0,85 mm)

vorgegeben und stehen daher sehr

dicht beieinander. Im Allgemeinen
geht man aber beim Léten von ICs
nicht anders als bei den Bauteilen
mit zwei oder drei Anschliissen vor:

— Alle Loétinseln werden sauber ver-
zinnt, dabei ist sorgfaltig auf uner-
winschte Lotzinn-Kurzschliisse zu
achten.

— Das Bauteil wird mit der Hand
oder der Pinzette in die richtige
Position gebracht.

— Zwei gegenuberliegende
Anschliisse werden festgelotet.

— Uberpriifen, ob sich das Bauteil in
der richtigen Position befindet.

— Die anderen Anschliisse werden
wie bekannt verlétet. Bei den win-
zigen Anschlussabstanden kann
es unvermeid-lich sein, gleich
mehrere FiBchen iber eine Lo6t-
briicke zu verbinden (Bild 4). Dies
wird spater ausgebessert. Wichtig
ist, dass bei den vielen zu 16tenden
Kontakten kleine Pausen eingelegt
werden, damit das IC nicht tiber-
hitzt wird.

— Zu viel Zinn an den Anschliissen
und unerwunschte Loétbricken
werden mit Entlotlitze entfernt,
auch hierbei sind kleine Pausen
zum Abkiihlen des ICs einzulegen.

Lotspitze

SMD-Bauteil

Bild 2. Beim industriellen Loten wird der Hohlraum zwischen
den Kontaktflichen der Bauteile und den Létinseln der Platine

sauber mit Lotzinn aufgeflllt.
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Bild 3. Bei Platinen aus dem Hause Elektor sind die Létinseln fur
SMD-Bauteile durchweg etwas groBer ausgelegt, damit die Lot-

kolbenspitze auch einen Ansatzpunkt findet.
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— Uberpriifen Sie Ihre Arbeit griind-
lich, besser auch zweimal. Benut-
zen Sie eventuell auch ein Multi-

meter, um ungewollte Kurz-
schliisse zwischen den Kontakten
per Widerstandsmessung aufzu-
spuren.

Entloten

Wenn Sie ein (nicht defektes) SMD-
IC von der Platine entfernen wollen,
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ist es oft am einfachsten, alle IC-
FuBchen einfach abzuschneiden und
die Reste danach von der Platine zu
entléten. Das IC wird dadurch zwar
unbrauchbar, aber so ist man am
schnellsten fertig. Bei Widerstanden
und Kondensatoren funktioniert
diese Methode nicht, da keine
Anschluss-fliBchen vorhanden sind.
Probleme gibt es auch, wenn man
das IC oder den Transistor nicht zer-
storen will. In diesen Fallen kann

Lotzinnspritzer
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Bild 4. Beim Loten von ICs kann zwischen den
Anschlussfi3chen schon einmal etwas Létzinn
hangen bleiben.

man Folgendes probieren:

— Mit Entlétlitze wird so viel wie moglich Lot-
zinn entfernt.

— Ein dtunnes Kupferlackdrahtchen (0,1...0,2
mm) wird unter das Bauteil gefadelt.

— Ein Anschlusskontakt wird erwarmt und
das Drahtchen unter diesem hindurch gezo-
gen, der Lackdraht trennt die beiden ver-
zinnten Teile.

— Bei ICs lassen sich so meist mehrere
FaBchen in einem Gang entloten.
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